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TOWAの装置で半導体をカバー 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全自動半導体樹脂封止装置の中に 
超精密金型が組み込まれている 

トランスファ金型

コンプレッション金型

生成AI向けHBMの業界初の
量産装置

チップレット製品に対応した業
界初の装置
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業績は乱高下を繰り返しながらも、近年は急上昇 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セグメント別 



© つばめ投資顧問 All rights reserved. 

半導体事業がメイン 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半導体事業　内訳 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AI半導体、チップレット需要の高まりで、 
後工程のモールディング技術にも注目が高まる 

・微細化の限界 
・研究開発の 
　高コスト化 

下記技術に注目 
・チップレット 
・パッケージング 
 
 
AI半導体に活用 

出典：EE TIMES 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微細化、極薄化、積層化したチップ向けの 
モールディング装置に強み 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モールディング装置のシェアは年々高まる 

出典：EE TIMES 

2019年頃 

https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2112/14/news034_5.html
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今は成長に向けた準備期間 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これまでの実績がなかったところからだから、技術プロセスの重要度がわからない　

だから四半期ごとの業績に一喜一憂していると思われる 


